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产品名称
Product Type

封装㶃型
PKG Type LGA56L(6X9X1.31-P0.5)

焊线种类
Wire Type

焊线直径(μm)
Wire Diameter

焊线根数
NO. of wire

焊线总长(μm)
Total wire length

最长线长(μm)
Longest wire length

最短线长(μm)
Shortest wire length

塑封料型号(绿色环保)
Compound Type  (Green)

基板编码
 Substrate No.

镀钯铜丝
PdCu 20 1215 314

首选(Preferred)：G760L TypeA
备选(Optional)：

劈刀型号
Capillary Type
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特殊说明 Special Instructions ：

DB注意：装片位置公差为±35um；

WB注意：数字为不打线PAD点个数。
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Instructions

粘片胶类型
epoxy type
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芯片尺寸
Die Size
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Min BPO (μm²)
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Pad Thickness

焊盘下是否有电路
Circuit under Pad

划片道宽度
Street line (μm)

晶圆尺寸
Wafer Size

是否是
Low-K

If low-k ?

减薄厚度
(μm)

Wafer Thickness

A芯：
DIE A

绝缘胶
(Non-conductive)

2025DSI

1722X1596(μm²)
67.79*62.83(mil²) 59.4*48.6 56.7 1.45 是/Yes 62 12 是/Yes

(55nm) 200

B芯：
DIE B

660X860(μm²)
25.98*33.86(mil²) 60*60 80 1.2 是/Yes 60 8 否/N0 170
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